
第一节 重要提示1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营中可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三
节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容。敬请投资者予以关注，注意投资风险。3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整
性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。4、公司全体董事出席董事会会议。5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利√是 □否

公司采用《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第（二）项的标准上市，上市时尚未盈
利。公司 2024年度实现营业收入为 52,398.69万元；归属于上市公司股东的净利润为-43,841.70万
元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-47,363.31万元。报告期内公司尚未实现
盈利。公司亏损的主要原因系：（1）由于行业竞争日益激烈，射频前端厂商面临较大的价格下行压力，
产品毛利空间受到进一步挤压，导致公司经营业绩不及预期；（2）公司基于谨慎性原则，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备，同时公司对以前年度确认的递延所得税资产予以冲回，对净利
润产生了一定影响。

面对竞争激烈、复杂多变的外部环境，公司始终保持技术创新定力，一方面持续深化与头部品牌
客户的合作关系，紧跟行业技术演进趋势进行产品迭代升级；另一方面通过研发体系与供应链协同优
化，持续提升研发效率，加强成本管控。未来公司将继续强化核心技术壁垒，加速技术成果的产业化
应用，以期尽快实现扭亏为盈，为股东创造长期价值。7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》，鉴于母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，为保障公司正常生
产经营和未来发展需要，公司拟定2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需经股东会审议批准。8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用 √不适用
第二节 公司基本情况1、公司简介1.1 公司股票简况√适用 □不适用

公司股票简况

股票种类

A股

股票上市交易所及板块

上海证券交易所科创板

股票简称

慧智微

股票代码

688512

变更前股票简称

不适用

1.2 公司存托凭证简况□适用 √不适用1.3 联系人和联系方式

姓名

联系地址

电话

传真

电子信箱

董事会秘书

徐斌

广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新
大厦C2第八层

020-82258480

020-82258993

db@smartermicro.com

证券事务代表

朱晓磊

广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新
大厦C2第八层

020-82258480

020-82258993

db@smartermicro.com

2、报告期公司主要业务简介2.1 主要业务、主要产品或服务情况1、主营业务的基本情况
慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端芯片的设计公司，主营业务为射频前端芯

片及模组的研发、设计和销售。公司具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力，技术体
系以功率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器
件滤波器（IPD Filter）等射频器件的设计能力，同时具备高集成模组的高精度仿真和封装集成核心技
术。

射频前端芯片作为无线通信设备的核心器件，负责保障信号的发射和接收。公司产品系列覆盖2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G UHB等蜂窝通信频段和Wi-Fi通信等，可为
客户提供无线通信射频前端发射模组、接收模组等。

公司的射频前端产品应用于三星、vivo、小米、OPPO、荣耀等国内外智能手机品牌机型，并进入华
勤通讯和龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商和移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模
组厂商。2、主要产品和业务情况

报告期内，公司对外销售的主要射频前端模组产品为5G模组和4G模组。随着射频前端支持的
通信频段不断增加、通信频率不断上升，射频前端的复杂度和可靠性的要求不断提升，射频前端芯片
逐渐从分立器件走向集成化模组，从低集成模组向高集成模组演进。公司基于自主设计的核心射频
前端芯片集成其他元器件形成射频前端模组并对外销售。

（1）射频前端的基本构成和功能简介
通讯系统中，射频前端是无线通信设备的核心部件，负责天线和射频收发机之间的射频信号放

大、滤波、频段选择等处理，以满足通信系统对无线电波发射和接收的需求。
按照功能，射频前端可分为发射链路（TX）和接收链路（RX）。在发射链路中，数字信号通过调制

解调器（Modem）转换成易于传输的连续模拟信号，随后收发器（Transceiver）将模拟信号调制为不易受干
扰的射频信号，进入射频前端进行射频信号的功率放大、滤波、开关切换等信号处理，最后通过天线将信
号对外发射。接收链路则由天线接收到空间中传输的射频信号，通过射频前端对用户需要的频率和
信道进行选择，对接收到的射频信号进行滤波和放大，最后输入收发器和调制解调器得到数字信号。

按照组成器件，射频前端可分为功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、滤波器（Filter）、射频开
关（Switch）。功率放大器负责发射通道的射频信号放大；低噪声放大器负责接收通道中的小信号放
大；滤波器负责发射及接收信号的滤波，去除非信号频率的杂波信号；射频开关负责收发以及不同频
率通道之间的切换。

资料来源：Qualcomm
（2）公司主要产品类型及主要情况
报告期内，公司在售产品型号众多，主要产品类型及主要情况如下：①5G UHB频段系列产品5G UHB频段系列产品支持 3GHz~6GHz的频段范围，更高的频率有利于支持更大的通信带宽，

从而获得更快的通信速度。该系列产品主要包括：L-PAMiF发射模组和L-FEM接收模组。L-PAMiF发射模组内部集成PA、LNA、Switch、Filter等元件。该模组将Sub-6GHz频段的n77/n78/n79的射频发射和接收通路集成在一起，是5G蜂窝通信的核心器件之一。为满足不同市场和客户需
求，公司开发有1T2R和1T1R等多种形态产品。2024年，公司发布了新一代高性能的n77/n79双频L-PAMiF产品，在客户端获得了良好的反馈。同时，公司紧跟市场需求和技术演进趋势，正在开发新一
代高性能、高集成的n77/n79 L-PAMiF产品，持续为客户提供具有竞争力的5G UHB频段射频前端解
决方案。

L-FEM接收模组内部集成LNA、Switch、Filter等器件，将天线接收到的微弱信号放大，达到更好
的接收信号效果。该模组提供单频1R、单频2R和双频2R等多种产品形态，以满足不同需求。2024
年，公司发布了新一代 n77/n79双频 L-FEM产品，在实现小尺寸和高集成度的同时，性能进一步优
化。公司开发的L-FEM模组已大规模应用于智能手机和物联网设备，并凭借其优异的性能和稳定
性，在客户端赢得了认可。②5G重耕频段系列产品5G重耕频段主要集中于3GHz以下的频率范围，通信频段覆盖663 MHz ~2690MHz。该频段重
耕 4G LTE通信频段，其通信频率与 4G共频段，并支持 5G通信协议。公司针对 5G重耕频段推出了L-PAMiD高集成模组、5G MMMB PA分立模组和接收模组。L-PAMiD模组内部集成PA、LNA、Switch、Filter等元件，将Sub-3GHz的射频发射和接收功能封装
进一颗芯片模组。公司基于多年的技术积累，以及对射频系统的理解，将多种元件集成在一起并有效
避免了频段间干扰。2024年，公司基本与国际厂商同步推出Phase8L方案的全集成L-PAMiD产品，
支持Sub-3GHz下2G/3G/4G/5G主流频段的发射和接收。5G MMMB PA模组内部集成PA和 Switch。除了常规MMMB PA模组外，公司还推出了可以在3.4V低压下输出PC2高功率的低压MMMB PA模组，满足大带宽和高线性要求，在关键性能参数上表
现良好，具备较强的竞争力。2024年，公司发布了小尺寸、高功率、高性能5G MMMB PA模组，并在
头部客户量产出货。同时，公司发布了高性能的LNA Bank接收模组产品，内部集成LNA、开关及滤
波器等元器件。③4G频段系列产品

随着通信制式从4G向5G演进，4G智能手机市场逐渐成为长尾市场，而4G Cat.1物联网市场则
处于快速扩容期。

自成立以来，公司专注于4G多频多模功率放大器模组（MMMB PAM）的研发，并成功实现可重构
功率放大器模组的商用化。公司已推出多款4G LTE可重构射频前端产品，支持4G LTE全频段，通
过可重构技术可以在TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/TD-LTE/FDD-LTE多个模式和频段下实现通
路复用。这些产品凭借高集成度和优越性能，获得了客户的广泛认可。2024年，公司紧随市场需求，
持续迭代4G MMMB PA产品，通过技术创新陆续推出了更高性能和更具性价比的产品。④其他系列产品

为了更快地适应射频前端市场环境变化，保持市场竞争力，公司不断挖掘细分市场，持续开展新
技术和新产品的研发。随着数字化时代的发展，Wi-Fi技术在无线通信领域的重要性越来越大。针
对路由器、手机、物联网等市场，公司推出了高性能、低功耗的Wi-Fi FEM产品，适配高通、MTK、Re⁃altek等Wi-Fi系统平台。该产品不仅能够满足从路由器的大范围信号覆盖到物联网设备的稳定数据
传输，而且针对手机等便携设备的无缝连接等需求，均表现出良好的性能。2.2 主要经营模式

公司的经营模式为集成电路行业常见的Fabless模式。公司充分利用集成电路行业高度专业化
分工的产业链特点，主要负责产业链中的设计环节，包括射频前端模组中的核心芯片设计、基板设计
和集成化模组设计，并向代工厂委托射频前端芯片的晶圆制造、基板制造和封装测试。在此模式下，
公司可以将资源集中在设计研发环节，有利于公司紧密跟随市场变化趋势，不断推出性能优良、竞争
力卓越的产品，以满足不断发展的市场需求。1、研发模式

公司作为Fabless模式的芯片设计公司，其研发活动的核心为对新技术、新产品的研发和设计。
公司紧密跟随市场和技术的发展趋势，设计出用于支持各类通信制式及各类射频前端方案的芯片及
模组产品，以满足复杂的无线通信需求。为了在保证质量的基础上开发出符合市场和客户需要的产
品，公司已制定多项研发相关内部控制制度，对研发活动的各个环节进行规范化管理，通过各个节点
的内部评审降低研发失败的风险。2、采购及生产模式

公司采用Fabless模式经营，主要负责射频前端模组产品的研发、销售与质量管控，产品的生产则
采用委外加工的模式完成。公司根据产品定义设计芯片版图和基板设计方案，委托晶圆代工厂根据
芯片版图进行晶圆制造，委托基板代工厂根据基板设计方案进行基板的生产制造，晶圆代工厂、基板
代工厂自主采购所需原材料，晶圆制造、基板制造完成后交付给后端封测代工厂，同时公司自主采购
滤波器、SMD器件等物料，委托封测代工厂根据集成化模组的设计方案进行系统级封装（SiP）形成模
组产品。目前，公司采购的项目主要包括晶圆、基板及相关的封装测试服务，公司的晶圆代工厂、基板
代工厂和封测代工厂均为行业知名企业。3、销售模式

公司的终端客户包括智能手机品牌客户、移动终端设备ODM客户及物联网模组客户等。按照集
成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。公司与经销商的关系属
于买断式销售关系。公司与经销商签订销售框架协议，经销商根据其客户需求和自身销售备货等因素向
公司下达订单，公司根据订单安排出货，后续的定期对账、付款和开票均由公司与经销商双方完成。2.3 所处行业情况1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事集成电路产品的研发、设计和销售。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类
（2018）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”。根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国务院颁布的《关
于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策的通知》，公司所处的集成电路行
业属于鼓励类产业。

（1）集成电路行业的现状
半导体行业是利用介于导体和绝缘体之间的材料制作器件、电路等衍生出的电子元器件产业，包

括集成电路、分立器件、传感器、光电子等细分领域。随着制造工艺和材料体系的不断演进，半导体已
成为现代信息社会的基石，广泛应用于各行各业，是实现智能化、电气化的重要支撑力量。据世界半
导体贸易统计组织（WSTS）统计，2024年全球半导体市场规模达到6,269亿美元，同比增长19.0%，预
计2025年市场规模将上升至6,972亿美元。近年来，中国的半导体行业已经取得快速成长，半导体行
业也将成为我国深入实施创新驱动发展战略的重要部分，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二
个百年奋斗目标贡献力量。

公司所处集成电路设计行业位于半导体产业链上游，属于技术密集型产业，对技术研发实力要求
极高，具有技术门槛高、细分门类多等特点。受益于消费电子市场蓬勃发展，集成电路行业总体呈现
上升趋势。在政策支持和市场需求的推动下，中国集成电路产业正加速向高端化、自主化发展。

近年来，我国集成电路产业发展迅速。国家统计局公布的数据显示，2024年中国的集成电路产
量为4,514亿块，同比增长22.2%。尽管国内集成电路产业自给率不断提升，但是需求和供给之间仍
存在不平衡。如下表所示，我国对集成电路的进口金额和出口金额贸易逆差一直存在。2024年，中
国集成电路进口额达到3,856亿美元，出口额为1,595亿美元，贸易逆差高达2,261亿美元。中国半导
体产业仍有一定的进口依赖，具有较大的国产替代空间。

图表数据来源：中国海关总署
（2）射频前端行业的基本情况
射频前端芯片是集成电路中的模拟芯片，主要负责处理高频射频模拟信号，属于在模拟芯片中进

入门槛较高、设计难度较大的细分领域。在射频前端芯片中，功率放大器（PA）芯片尤为重要，它直接
决定了无线通信信号的强弱、稳定性和功耗，从而显著影响终端用户的实际体验，是射频前端芯片的
核心组成部分。

根据Yole预测，全球移动设备的射频前端市场规模预计 2028年增长至 269亿美元。一方面，智
能手机等无线终端设备的市场需求是射频前端市场增长的核心驱动力。随着 5G技术的普及，全球5G手机的渗透率将持续提升。此外，物联网、智能家居、车联网等新兴领域的快速发展，也为射频前
端市场带来了新的增长机遇。另一方面，从2G到5G的通信制式演进，对射频前端器件提出了更高的
技术要求。智能手机需要同时兼容2G、3G、4G和5G网络，这不仅增加了射频前端器件的用量，也提
升了其技术难度和产品价值，从而推动了射频前端市场规模的进一步扩大。射频前端芯片在无线通
信设备中扮演着不可或缺的角色，其市场规模的增长前景广阔，同时也面临着更高的技术挑战和更激
烈的市场竞争。2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

从通信技术的发展历程来看，射频前端市场主要由国际厂商占据领导地位，其技术实力雄厚，产
品定义能力强，占据了射频前端领域的大部分市场份额，主要厂商包括Skyworks（思佳讯）、Qorvo（威
讯）、Broadcom（博通）、Qualcomm（高通）和Murata（村田）等。

自2011年成立以来，公司专注于射频前端芯片领域，经过多年的技术积累，逐步将研发投入转化
为实际的经营成果，并形成了多项自主知识产权的核心技术。公司自主研发的“多频多模移动终端可
重构射频芯片关键技术与产业化应用”项目曾获得中国通信学会科学技术一等奖。在5G发展周期与
国产替代的大背景下，公司凭借长期的技术积累和前瞻性的技术研发，持续加强以射频功率放大器为
核心的完整射频前端解决方案布局。

在5G通信市场，公司持续加大研发投入，紧跟技术发展趋势，成功推出了一系列高集成度射频前
端模组产品。2023年，公司已实现了高集成5G L-PAMiD模组的量产。2024年，公司基本与国际头
部厂商同步推出Phase8L低中高频段全集成的L-PAMiD产品，丰富了公司射频前端模组的产品线，扩
大了市场覆盖范围，也彰显了公司在高端射频模组领域的技术突破能力。在5G UHB频段L-PAMiF
模组方面，公司不断完善单频、双频的L-PAMiF模组系列形态布局，并在高集成度、小尺寸、高性能和
高性价比等多个维度上持续优化，继续保持市场竞争力。在4G手机和物联网市场，面对日益激烈的
竞争，公司利用自主可重构技术优势，开发更高性能、更高性价比的射频产品，满足客户的多样化需
求。同时，公司积极拓展产品线，布局Wi-Fi领域，相关产品持续迭代中。

公司的射频前端模组产品以高集成度、高性价比、高可靠性，赢得客户的广泛认可，市场知名度不
断提升，各系列产品在主要客户中的市场份额逐步扩大。2024年，公司成功导入三星自研的供应链
体系，新一代小尺寸、高功率的MMMB PA模组在三星自研智能手机出货。目前，公司的射频前端模
组已经在三星、vivo、小米、OPPO、荣耀等智能手机机型中大规模量产，并进入华勤通讯、龙旗科技等
一线移动终端设备ODM厂商的供应链。此外，公司还积极布局物联网领域，持续保持与移远通信、广
和通、日海智能等头部无线通信模组厂商的深度合作。

基于长期的经验积累和前瞻的技术研发，公司充分运用核心技术，依托日益优质的客户结构，公
司能够准确把握国内射频前端领域客户需求及技术趋势，及时推出和迭代升级产品，已具备较强的竞
争优势。3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处的射频前端行业主要的下游应用为智能手机、物联网模组等需要使用蜂窝移动通信联
网的消费电子行业。公司紧密关注蜂窝移动通信技术和射频前端下游行业的发展，及时满足市场对
新技术、新应用的需求。

（1）从5G到5G-Advanced对射频前端芯片设计提出更多技术挑战
随着全球5G手机渗透率不断扩大，5G通信相比4G对射频前端芯片提出了更多需求。2023年，3GPP冻结了第一个 5G-Advanced标准版本的Release18标准，进一步为射频前端设计带来挑战。首

先，5G-Advanced通信要求PA提供更高的功率和效率，这大大提升了芯片的设计难度；其次，射频前
端需要同时兼容更多的通信线路，器件数量也随之增加。在有限的芯片面积下，更高的集成度成为必
然要求，这对射频前端模组的设计提出更高的挑战。2024年底，中国移动发布2025年版5G手机产品
白皮书，提出了n41+n79等载波聚合以支持5G-Advanced高速率的需求。5G通信技术的演进为射频
前端芯片设计带来较大挑战，射频前端厂商必须持续加大技术预研，积累设计和生产经验，快速推出
性能优良、满足更高通信需求的射频前端芯片，才能在与国际厂商的竞争中取得一席之地。

（2）射频前端高集成模组成为国产替代下一个主要产品形态
为满足5G通信需求，射频前端方案相比4G更加复杂。更多的频段需要更多的射频通路，更高的

射频要求需要更多的LNA、开关等器件；更复杂的频段组合要求更复杂的射频架构，导致5G的射频器
件数量对比 4G快速增加。与此同时，AI应用需求导致 SoC面积增加、摄像头数量增加、电池容量增
大、折叠屏设计等新功能需求，进一步挤压了手机结构上留给射频前端芯片的空间。因此，对小型化、
功能齐全的高集成射频前端模组的需求显著增加。

在射频前端模组化趋势下，一方面要求射频前端公司拥有较强的芯片设计能力，不仅要考虑在有
限的芯片尺寸下设计PA、LNA、Filter、Switch等器件，而且要确保在拥挤的空间内各种射频信号不会
互相干扰，尽可能在覆盖各类型器件的情况下提升模组的一致性和可靠性，提高开发效率；另一方面，
射频前端集成度的提升，要求射频前端公司具备较强的集成化模组设计能力。通过优化器件布局，提
高集成度和良率，从而提升射频前端的整体性能。同时，射频前端公司还应具备良好的SiP封装工艺
积累，尤其是采用有利于提高射频前端模组性能和集成度的倒装（Flip chip）封装工艺，这对射频前端
厂商的芯片设计与封装设计结合能力提出了考验。因此，公司一方面加大在芯片高精度仿真环境方
面的投入，另一方面积极和封装厂合作开发更高集成度、更高信号隔离度的封装技术。

随着射频前端行业的发展，国外一线厂商利用先发优势，占据了高集成化射频前端模组的主要市
场份额。然而，随着分立器件的国产替代进一步扩大，公司积累了丰富的器件和模组化的技术经验，
持续发力高集成化的射频前端模组研发。2024年公司发布了 5G Phase8L低中高频段全集成的L-PAMiD模组，是当前市场中集成度最高的5G射频前端模组之一。

（3）5G RedCap大规模商用在即，推动5G物联网市场规模起量5G RedCap作为 3GPP R17引入的轻量化技术，通过终端轻量化设计大幅降低设备复杂度和成
本，同时提供中高速率连接能力，适用于工业无线传感器、视频监控、可穿戴设备等场景。相比传统5G eMBB，RedCap通过缩减带宽、减少天线数量、降低调制阶数等方式，显著降低了功耗和成本。2023年10月，工业和信息化部办公厅发布《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发
展的通知》，目标到2025年5G RedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规
模上量，安全能力同步增强。随着高通、海思、联发科、翱捷科技、新基讯等厂商相继推出5G RedCapSoC解决方案，公司也快速推出RedCap射频前端完整解决方案，该方案成本对比5G eMBB明显降低，
已在客户端完成测试验证。为了应对4G Cat.4在成本方面的挑战，公司已投入下一代RedCap产品的
开发，以求更高性能和更高性价比的解决方案，助力公司未来在5G物联网市场占据先发优势。

（4）车联网、卫星通信成为新的应用增长点
根据国家发展改革委等11个部门联合印发的《智能汽车创新发展战略》规划，2025年，智能交通

系统和智慧城市相关设施建设将取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）将实现区域覆盖，
新一代车用无线通信网络（5G-V2X）将在部分城市、高速公路逐步应用，高精度时空基准服务网络实
现全覆盖。这些发展为智能驾驶和自动驾驶提供了强大的基础设施支持，也为车载无线通信模组带
来了巨大的市场需求，成为公司所处的蜂窝射频前端行业新的增长点。车联网对于通信模组的安全
性、可靠性等提出了更高的要求。公司部分产品已经通过车规可靠性的测试，获得AEC-Q104车规认
证，并在客户端推广。同时，随着手机直连卫星功能的兴起，手机支持卫星通信的需求从旗舰机型进
一步下探到中高端等机型，新增的卫星通信系统为射频前端带来新的市场机遇。公司密切关注市场
动态，凭借深厚的技术积累和研发能力，加快推出适合新市场的射频产品，以满足不断变化的客户需
求。3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

总资产

归属于上市公司股东的净资产

营业收入

扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营
业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

加权平均净资产收益率（%）

基本每股收益（元／股）

稀释每股收益（元／股）

研发投入占营业收入的比例（%）

2024年

2,211,677,058.74

1,806,309,190.76

523,986,948.28

523,986,948.28

-438,416,952.82

-473,633,121.18

-295,049,750.59

-22.05

-0.96

-0.96

47.41

2023年

2,392,902,856.63

2,171,731,711.29

552,024,362.34

552,024,362.34

-408,506,484.43

-450,318,507.07

-217,684,660.28

-21.68

-0.95

-0.95

58.84

本年比上年
增减(%)

-7.57

-16.83

-5.08

-5.08

不适用

不适用

不适用

减少0.37个百分点

不适用

不适用

减少11.43个百分点

2022年

1,591,527,648.67

1,425,530,240.22

356,684,529.10

356,684,529.10

-304,912,395.11

-308,753,171.68

-360,952,851.76

-20.42

-0.77

-0.77

73.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额

第一季度
（1-3月份）

104,771,108.87

-81,136,545.62

-93,065,462.97

-82,158,080.50

第二季度
（4-6月份）

148,503,940.92

-102,276,672.04

-107,398,798.81

-155,388,351.00

第三季度
（7-9月份）

130,293,975.69

-114,936,365.64

-120,741,749.50

-37,107,413.21

第四季度
（10-12月份）

140,417,922.80

-140,067,369.52

-152,427,109.90

-20,395,905.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用4、股东情况4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10
名股东情况

单位：股
截至报告期末普通股股东总数(户)

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）

年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称
（全称）

李阳

华芯投资管理有限责任公司－国
家集成电路产业投资基金二期股
份有限公司

郭耀辉

珠海横琴智古企业管理合伙企业
（有限合伙）

GZPA Holding Limited

珠海横琴智来企业管理合伙企业
（有限合伙）

珠海横琴智往企业管理合伙企业
（有限合伙）

广州慧智慧芯企业管理合伙企业
（有限合伙）

建投华科投资股份有限公司

VERTEX LEGACY CONTIN-
UATION FUND PTE. LTD.

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

报告期内增减

2,160,000

0

868,000

0

-7,106,951

0

0

0

0

-4,094,209

期末持股数量

34,781,200

26,028,448

19,703,880

15,802,000

15,406,333

14,230,000

13,320,000

12,963,084

12,647,408

11,412,171

比例(%)

7.55

5.65

4.28

3.43

3.34

3.09

2.89

2.81

2.74

2.48

上述股东中，李阳、郭耀辉为一致行动关系；李阳系横琴智古的执行事务合伙
人；郭耀辉系慧智慧芯、横琴智往、横琴智来的执行事务合伙人；公司未知无限
售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

不适用

14,579

14,983

0

0

0

0

持有有限售条件
股份数量

34,781,200

0

19,703,880

15,802,000

0

14,230,000

13,320,000

12,963,084

0

0

质押、标记或冻结情况

股份
状态

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

数量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

股东
性质

境内自然人

国有法人

境内自然人

其他

境外法人

其他

其他

其他

国有法人

境外法人

存托凭证持有人情况□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表□适用 √不适用4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况□适用 √不适用
（下转B22版）
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计□是 √否
一、主要财务数据(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率（%）

研发投入合计

研发投入占营业收入的比例（%）

总资产

归属于上市公司股东的所有者权益

本报告期

136,864,395.13

3,567,106.59

-60,674,498.60

-55,223,289.45

0.01

0.01

0.20

45,630,814.75

33.34

本报告期末

2,173,167,180.80

1,824,727,117.36

上年同期

104,771,108.87

-81,136,545.62

-93,065,462.97

-82,158,080.50

-0.18

-0.18

-3.79

65,903,742.87

62.90

上年度末

2,211,677,058.74

1,806,309,190.76

本报告期比上年同期
增减变动幅度(%)

30.63

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

增加3.99个百分点

-30.76

减少29.56个百分点

本报告期末比上年度
末增减变动幅度(%)

-1.74

1.02

(二) 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益

对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益

债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工
的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允
价值变动产生的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计

本期金额

289.31

60,669,600.14

2,837,878.64

733,837.10

64,241,605.19

说明

处置固定资产

政府补助

公允价值变动收益

投资收益

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用

项目名称

营业收入

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

研发投入合计

研发投入占营业收入的比例（%）

变动比例（%）

30.63

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

-30.76

减少29.56个百分点

主要原因

本期公司实现营业收入13,686.44万元，较上年同期增长30.63%。
主要原因系：报告期内公司积极开拓市场，产品结构不断优

化，5G模组产品销量较上年同期增长，从而推动收入同比增长。

本期公司归属于上市公司股东的净利润为356.71万元，较上年同
期增长8,470.37万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润为-6,067.45万元，较上年同期亏损减少3,
239.10万元。

主要原因系：本期确认的与收益相关政府补助较上期增加；
本期研发投入中的职工薪酬、流片费用、股份支付费用较上年同
期减少；本期销售利润较上年同期增长。

本期经营活动产生的现金净流出为5,522.33万元，较上年同期净
流出减少2,693.48万元。

主要原因系：随着销售收入增长，销售商品所收到的现金增
加。

本期公司基本每股收益、稀释每股收益为0.01元/股，较上年同期
增长0.19元/股。

主要原因系：本期公司归属于上市公司股东的净利润实现扭
亏为盈。

本报告期，研发投入为4,563.08万元，较上年同期减少30.76%。
主要原因系：公司本期研发投入中的职工薪酬、流片费用、股

份支付费用较上年同期减少。

本报告期，研发投入占营业收入的比例为33.34%，较上年同年减
少29.56个百分点。主要原因系：公司本期研发投入较上年同期
减少且营业收入较上年同期增长。

二、股东信息(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称

李阳

华芯投资管理有限责任公司－
国家集成电路产业投资基金二
期股份有限公司

郭耀辉

珠海横琴智古企业管理合伙企
业（有限合伙）

GZPA Holding Limited

珠海横琴智来企业管理合伙企
业（有限合伙）

珠海横琴智往企业管理合伙企
业（有限合伙）

股东性质

境内自然
人

国有法人

境内自然
人

其他

境外法人

其他

其他

14,983

持股数量

34,781,200

26,028,448

19,703,880

15,802,000

15,190,039

14,230,000

13,320,000

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

持股比例
(%)

7.55

5.65

4.28

3.43

3.30

3.09

2.89

持有有限售条件股
份数量

34,781,200

0

19,703,880

15,802,000

0

14,230,000

13,320,000

包含转融通借出股份
的限售股份数量

34,781,200

0

19,703,880

15,802,000

0

14,230,000

13,320,000

不适用

质押、标记或
冻结情况

股份
状态

无

无

无

无

无

无

无

数量

0

0

0

0

0

0

0

广州慧智慧芯企业管理合伙企
业（有限合伙）

建投华科投资股份有限公司

广东粤璟企业管理合伙企业
（有限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称

华芯投资管理有限责任公司－国家集成电
路产业投资基金二期股份有限公司

GZPA Holding Limited

建投华科投资股份有限公司

广东粤璟企业管理合伙企业（有限合伙）

VERTEX LEGACY CONTINUATION
FUND PTE. LTD.

Smartermicro Star Hong Kong Limited

杭州巢生投资管理有限公司－无锡芯睿创
业投资合伙企业（有限合伙）

元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－江苏
疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合
伙）

深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限
合伙）

苏州金沙湖创业投资管理有限公司－张家
港金慧功放创业投资合伙企业（有限合伙）

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售股东参与融
资融券及转融通业务情况说明（如有）

其他

国有法人

其他

12,963,084

12,447,408

10,784,740

持有无限售条件流通股的数量

26,028,448

15,190,039

12,447,408

10,784,740

10,504,191

9,363,766

5,994,449

5,831,048

5,807,164

4,701,040

上述股东中，李阳、郭耀辉为一致行动关系；李阳系珠海横琴智古企业管理合伙企业（有限
合伙）的执行事务合伙人；郭耀辉系广州慧智慧芯企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴
智往企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴智来企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事
务合伙人；公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

不适用

2.81

2.70

2.34

12,963,084

0

0

12,963,084

0

0

股份种类及数量

股份种类

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

数量

26,028,448

15,190,039

12,447,408

10,784,740

10,504,191

9,363,766

5,994,449

5,831,048

5,807,164

4,701,040

无

无

无

0

0

0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用 √不适用
四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日
编制单位:广州慧智微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

流动资产：

货币资金

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

应收款项融资

预付款项

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货

其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

2025年3月31日

754,237,524.03

30,046,678.73

872,852.74

95,298,004.95

11,765,663.39

3,026,102.69

462,480,747.99

108,630,635.88

1,466,358,210.40

2,000,000.00

411,260,307.88

45,839,272.98

80,530,587.08

29,040,944.11

130,121,458.61

4,918,934.20

2,174,665.54

922,800.00

706,808,970.40

2,173,167,180.80

99,800,822.02

2024年12月31日

830,608,883.84

10,501,897.81

1,199,723.23

105,285,445.95

17,942,735.51

2,922,001.32

430,844,258.05

86,664,096.67

1,485,969,042.38

2,000,000.00

408,422,429.24

48,356,446.96

78,228,765.24

31,239,460.81

131,206,418.20

5,510,019.14

2,245,261.30

18,499,215.47

725,708,016.36

2,211,677,058.74

83,649,443.37

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬

应交税费

其他应付款

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计

少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

122,485,609.30

7,655.91

19,893,646.82

684,204.26

1,353,261.42

8,545,646.01

252,770,845.74

56,189,762.89

24,332,360.87

15,147,093.94

95,669,217.70

348,440,063.44

460,762,548.00

2,759,764,711.83

-1,395,800,142.47

1,824,727,117.36

1,824,727,117.36

2,173,167,180.80

129,219,902.98

23,802.26

28,022,617.51

1,579,119.25

741,799.15

8,618,137.84

251,854,822.36

52,271,655.05

26,425,696.49

74,815,694.08

153,513,045.62

405,367,867.98

460,762,548.00

2,744,913,891.82

-1,399,367,249.06

1,806,309,190.76

1,806,309,190.76

2,211,677,058.74

公司负责人：李阳 主管会计工作负责人：徐斌 会计机构负责人：徐斌
合并利润表2025年1一3月

编制单位：广州慧智微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、营业总收入

其中：营业收入

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

其中：营业成本

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

销售费用

管理费用

研发费用

财务费用

其中：利息费用

利息收入

加：其他收益

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

2025年第一季度

136,864,395.13

136,864,395.13

185,533,100.23

119,272,821.90

47,777.81

10,717,335.44

14,814,667.14

45,630,814.75

-4,950,316.81

972,280.37

4,630,423.37

61,012,502.63

733,837.10

2,837,878.64

398,653.15

-12,676,753.38

289.31

3,637,702.35

2024年第一季度

104,771,108.87

104,771,108.87

185,360,960.54

96,416,891.74

61,295.93

9,287,609.42

18,647,973.90

65,903,742.87

-4,956,553.32

441,708.82

3,271,113.71

5,596,705.11

2,664,092.40

3,898,142.32

280,727.84

-12,882,921.02

-81,033,105.02

加：营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

3,637,702.35

70,595.76

3,567,106.59

3,567,106.59

3,567,106.59

3,567,106.59

3,567,106.59

0.01

0.01

23,054.47

0.01

-81,010,050.56

126,495.06

-81,136,545.62

-81,136,545.62

-81,136,545.62

-81,136,545.62

-81,136,545.62

-0.18

-0.18

公司负责人：李阳 主管会计工作负责人：徐斌 会计机构负责人：徐斌
合并现金流量表2025年1一3月

编制单位：广州慧智微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

2025年第一季度

147,600,604.76

4,006,613.04

6,975,590.32

158,582,808.12

160,536,393.05

43,717,762.33

53,477.63

9,498,464.56

213,806,097.57

-55,223,289.45

384,500,000.00

1,216,187.75

2,500.00

385,718,687.75

18,286,707.73

404,500,000.00

422,786,707.73

-37,068,019.98

20,057,158.05

20,057,158.05

1,014,840.04

2,518,275.37

3,533,115.41

16,524,042.64

-604,093.02

-76,371,359.81

830,308,883.84

753,937,524.03

2024年第一季度

108,404,462.62

16,361,760.74

7,615,613.09

132,381,836.45

150,389,151.02

60,042,987.77

95,788.04

4,011,990.12

214,539,916.95

-82,158,080.50

250,000,000.00

1,021,452.04

251,021,452.04

20,097,508.05

600,000,000.00

620,097,508.05

-369,076,056.01

1,627,148.66

1,627,148.66

-1,627,148.66

-336,677.06

-453,197,962.23

897,412,304.02

444,214,341.79

公司负责人：李阳 主管会计工作负责人：徐斌 会计机构负责人：徐斌
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会
2025年4月25日

广州慧智微电子股份有限公司
证券代码：688512 证券简称：慧智微20252025 第一季度报告

B21信息披露 Disclosure2025年4月28日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750


